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Tagesordnung AT&S

Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und Corporate
Governance Berichts sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts fir das Geschaftsjahr vom
1. April 2015 bis zum 31. Mérz 2016 (2015/16) mit dem Bericht des Aufsichtsrats fur das Geschaftsjahr
vom 1. April 2015 bis zum 31. Mé&rz 2016 (2015/16) sowie des Vorschlages fiir die Gewinnverwendung.

Beschlussfassung tber die Verwendung des im Jahresabschluss 2015/16 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
Beschlussfassung tUber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands fiir das Geschaftsjahr 2015/16.
Beschlussfassung tUber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fiir das Geschéftsjahr 2015/16.

Beschlussfassung tber die Festsetzung der Vergitung fir die Mitglieder des Aufsichtsrats fiir das
Geschaftsjahr 2015/16.

Bericht des Vorstands tber den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemaR § 65 Abs 3 AktG.

Beschlussfassung tiber die Anderung der Satzung betreffend die Bestelldauer von
Aufsichtsratsmitgliedern sowie die Ersatzwahl von ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern.

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Wahl des Abschlusspriifers und Konzernabschlussprifers fiir das Geschaftsjahr 2016/17.
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Tagesordnungspunkt 1

Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und Corporate
Governance Berichts sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts fir das Geschaftsjahr vom 1. April
2015 bis zum 31. Marz 2016 (2015/16) mit dem Bericht des Aufsichtsrats fur das Geschéaftsjahr vom 1. April
2015 bis zum 31. Mérz 2016 (2015/16) sowie des Vorschlages fir die Gewinnverwendung.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.




AT&S Geschaftsentwicklung im GJ 2015/16 und
Ausblick GJ 2016/17

Trends, Entwicklungen der Elektronikindustrie
und die Antworten von AT&S

Technologie- und Wachstumsprojekt Chongqing

AT&S in Zukunft




Marktentwicklungen in den Kundensegmenten im
GJ 2015/16

Mobile Devices & Substrates Automotive Industrial Medical

Fahrerassistenzsysteme, Machine-.Z-N!achine Dlagno“se (z."B. MRT), Therapie
Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Wearables Navigation, Sicherheit, Kommunikation, (z.B. Horgerate, .
Industriesteuerung... Herzschrittmacher, online
L_Patienteniiberwachung...) ____

~

Infotainment, Getriebe...

P
= Smartphones: weiterhin technologischer Motor

in der Elektronikindustrie. Wachstum 2015: 10 % Der Wert der Elektroniksysteme in Autos stieg 2015 um 8 %.

Nach wie vor groRtes Segment der globalen Der Markt fur Industrieelektronik verzeichnete einen

Elektronikindustrie. Riickgang um 3,9 %.

Computer Anwendungen wie Tablets, Notebooks und Medizinelektronik-Anwendungen blieben im Vergleich zum

Desktop: Riickgang um 9 %; neues Wachstum fiir Server Vorjahr stabil.

und Speicher-Computer im Rahmen von ,Internet der

Dinge” - Anwendungen erwartet.

Consumer (Digitalkameras, TV, Smart Watches, Fitness-
Tracker, etc.): Riickgang um 1,3 %; Wearables schafften

Marktdurchbruch nicht; Digitalkameras werden durch

Smartphones verdrangt. Quellen: Prismark, 2014 und 2016, IDC, 2015




Entwicklung im Leiterplattenmarkt AT&S

Weltweiter Leiterplattenmarkt 2015 um 4 % riicklaufig —
AT&S hingegen mit organischem Wachstum von 5,2 %

58,6

Leiterplattenhersteller im mittleren und niedrigeren
Technologiesegment sind davon am meisten betroffen.

Hauptursache fir den Rickgang: schwache Nachfrage
im Computer- und Consumer Segment.

Segmente Kommunikation und Computer sind nach wie
vor die groften Abnehmer von High-End Leiterplatten.

Prognosen fiir den Gesamtmarkt zeigen ein
durchschnittliches Wachstum von rd. 2 % zwischen
2015 und 2018.

2014 2015 2016 2017 2018
B Computer B Kommunikation

W Consumer B Automotive
® Industrie/Medizin m Luftfahrt/Militar

IC-Packaging
in Mrd. S, Quelle: Prismark, 2016




Entwicklung Geschaftsjahr 2015/16

AT&S hat im GJ 2015/16 erneut besser als der Markt abgeschnitten

Gute Auslastung

Weiterhin positive Geschaftsentwicklung im Geschéftsjahr 2015/16 trotz erster Anlaufeffekte aus dem Start

des Projekts Chongging
Umsatz-Rekordniveau des Vorjahres nochmals tbertroffen

EBITDA und EBIT bereinigt um Anlaufeffekte aus Chongqing klar Giber den hohen Vorjahreswerten

> damit ist AT&S nach wie vor einer der profitabelsten Leiterplattenhersteller der Welt

Konzernergebnis-Riickgang aufgrund der Anlaufeffekte fir das Projekt Chongging




Entwicklung Geschaftsjahr 2015/16

* Projekt Chongqing: Zertifizierung erhalten und Start der Serienproduktion der ersten Produktionslinie
> Hochfahren der ersten Produktionslinie verlauft zufriedenstellend. AT&S erfiillt zu 100 % den
Plan, der mit dem Initialkunden vereinbart wurde.
> Fertigstellung Werk 2 (Gebaude, Infrastruktur) fur substrat-ahnliche Leiterplatten. Erste Anlagen

wurden installiert.
= Nachfrage Embedding-Technologie deutlich gestiegen: Umsatz verdoppelt, positiver Ergebnisbeitrag

= Erfolgreiche Platzierung von Schuldscheindarlehen:

> 221 Mio. € und 100 Mio. € mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,6 %




Umsatzentwicklung und -Aufteilung AT&S

Umsatzaufteilung 2015/16 nach
Gesamtumsatz (in Mio. €) Business Units

B Mobile Devices &
Substrates

763
W Automotive,
667 Industrial, Medical
Umsatzaufteilung 2015/16 nach
Kundenregionen
m Deutschland/Osterreich
B Sonstiges Europa

W Asien

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 ™ Amerika

in Mio. €

* CAGR = durchschnittliche, jahrliche Wachstumsrate




Operative Geschaftsentwicklung AT&S

EBITDA von Anlaufeffekten aus dem Start fir Chongging mit 12,7 Mio. € beeinflusst.
Positive Wahrungseffekte 13,0 Mio. £.
EBITDA Margen Riickgang auf 22,0 %: basiert auf dem Chongqing-Effekt und Wahrungseffekten.

25,8 %*
Cl.

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

in Mio. € EBITDA === EBITDA Marge
\_
* ohne Chongging Anlaufeffekte




Geschaftsentwicklung — Mobile Devices &
Substrates

Starke Nachfrage fiir mobile Endgerate im Geschéaftsjahr 2015/16 und normale Saisonalitat im vierten Quartal.
Stabile Umsatzentwicklung durch weiter verbesserte Position bei wichtigen Kunden.

Breitere Diversifikation bei Endanwendungen durch erweitertes Technologie- und Loésungsportfolio.

Ausbau der Position bei chinesischen Smartphone-Herstellern (OEMs).

Wachstum der ECP (Embedding) Technologie bei mobilen Endgeraten.

in Mio. € 2015/16 2014/15 Verdanderung

(Hohe Kapazitatsauslastung und
Umsatz 539,7 45572 18,6 % positive Wahrungseffekte von
\58,5 Mio. €

Umsatz mit externen J

Kunden 452,5 382,1 18,4 %

fBeeianusst von den Ramp-Kosten fUr\
EBITDA 126,4 127,5 (0,8 %) Chongqing in Q4. EBITDA Marge
bereinigt: 26,0 % vs. 28,5 % im

EBITDA Marge 23,4% 28,0 % GJ 2014/15, das geringe Saisonalitat

\zeigte.

Umsatz pro Quartal*

120,9 1159 1122 123,4

104,5
88,7

Q1 14/15 Q2 14/15 Q3 14/15 Q4 14/15 Q1 15/16 Q2 15/16 Q3 15/16 Q4 15/16
in Mio. €
* Umsatze mit externen Kunden




Geschaftsentwicklung — Automotive, Industrial, AT&S
Medical

Automotive: Kontinuierlicher Trend bei Anwendungen wie Umfelderkennung (Kamera, Radar), Datenverarbeitung und
zentralen Fahrerassistenzsystemen als Basis fiir kiinftiges, autonomes Fahren.

Medical: Neue Technologien und Funktionalitaten wie Kommunikationsmodule bieten weitere Wachstumsfelder.

Industrial: Flache Entwicklung basierend auf genereller Investitionszuriickhaltung und fehlender Impulse wie zB. aus
Industrie 4.0.

in Mio. € 2015/16 2014/15 Verdnderung

Umsatz 326,7 301,8 8,2 %

Umsatz mit externen
Kunden 306,5 282,9 8,4 %

Belastet durch negative
EBITDA 30,1 34,8 (13,5 %) # Wihrungseffekte (Aufwertung
Indische Rupie und Korean. Won vs.
EBITDA Marge 9,2% 11,5% Euro) von 8,5 Mio. €.

Umsatz pro Quartal*

Q1 14/15 Q2 14/15 Q3 14/15 Q4 14/15 Q1 15/16 Q2 15/16 Q3 15/16 Q4 15/16
in Mio. €
* Umsatze mit externen Kunden




Finanzkennzahlen GJ 2015/16

In Tsd. € (sofern nicht anders 01.04.2015 -31.03.2016 01.04.2014 —31.03.2015
angegeben)

KONZERN-GEWINN-UND
VERLUSTRECHUNUNG

Umsatzanstieg um 14,4 %: organisches
Umsatzerlose 762.879 667.010 # Wachstum 5,2 %; Wahrungseffekte 8,8 %.

davon in Asien produziert 81,0% 79,0 %

~
Positive Wahrungseffekte von 13,0 Mio. €

sowie Anlaufkosten aus dem Projekt
Chongging von 6,9 Mio. €.

davon in Europa produziert 19,0 % 21,0%

EBITDA 167.488 167.571

EBITDA Marge 25,1% EBITDA Marge beeinflusst von
# Anlaufkosten Chongging; bereinigt um

EBIT 76.969 90.086 diese Kosten: 23,7 % (VJ: 25,8 %).

EBIT Marge 10,1 % 13,5%

Finanzergebnis (8.135) (5.103)

Steuern (12.883) (15.634) - [ Stabile Steuerquote von 18,7 % (VJ: 18,4 %).J

Konzernergebnis 55.951 69.349

Cash Earnings 146.470 146.763

Gewinn/gewichteter Durchschnitt
der Aktienanzahlin € 1,44 1,78




Konzernjahresergebnis

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

12011/12 =2012/13 =2013/14 =2014/15 12015/16

in Mio. €

Konzernergebnis im Geschaftsjahr 2015/16 von den Anlaufkosten fiir
das Projekt Chongqing beeinflusst.




Finanzkennzahlen GJ 2015/16

In Tsd. € (sofern nicht anders
angegeben) 31.03.2016 31.03.2015

KONZERNBILANZ

-
o ) Inkludiert Anlagenzugange in das
Langfristige Vermogenswerte 866.338 712.757 Projekt Chongging in der Héhe von
231,5 Mio. €.

Kurzfristige Vermoégenswerte 478.312 508.055 \ J

4 )
] ) Verbesserung durch das Konzernergebnis
Eigenkapital 568.936 604.358 von 56,0 Mio. € wurde durch negative

- ) Wahrungseffekte und die
Langfristige Schulden 421.407 413.070 _Dividendenzahlung iiberkompensiert. )

Kurzfristige Schulden 354.307 203.384

Bil 1.344.650 1.220.812
fanzsumme Erhéhung aufgrund von hohen

Investmentaktivitaten in Chongging und

Nettoverschuldung 130.510 o
ausgezahlten Dividenden.

Nettoverschuldung/EBITDA 0,8 x
Nettoverschuldungsgrad 21,6 %
Nettoumlaufvermogen 95.319
Nettoumlaufvermogen/Gesamterlose 14,3 %

Eigenkapitalquote 49,5 %




Return on Capital Employed (ROCE)

-——— e o = o= o= o)

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

in % * bereinigt um das Projekt Chongging

v

= ROCE Riickgang im GJ 2015/16 aufgrund von Projekt Chongging:
niedrigere Profitabilitat vor Zinsen versus hdheres eingesetztes Kapital
fr Investitionen.




Bruttoverschuldung, Finanzvermogen und
Nettoverschuldung; Nettoverschuldung/EBITDA

-

-

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

[ Bruttoverschuldung W Finanzvermogen === Nettoverschuldung

~

v

=  Anstieg Nettoverschuldung aufgrund der
Chongqing-Investitionen.

-

Nettoverschuldung/EBITDA

2,3
2,1
1,6
0,9
I |

2011/12

2012/13 2013/14 2014/15

2015/16

v

= AT&S Zielwert maximal: 3,5 x am Hochststand der
Chongqing Nettoinvestitionen.




Fremdkapitalbestand und -laufzeiten

Laufzeiten

In Mio. € <1Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre Gesamt

Anleihen 76,8 - 76,8

Exportkredite 32,0 - 32,0

Kredite der 6ffentlichen

Hand und Sonstiges 0,2 4,6

Sonstige Verbindlichkeiten Inkludiert Schuldscheindarlehen
gegeniber Kreditinstituten in Hohe von 287,2 Mio. €.

Gesamt 31.03.2016

Gesamt Vorjahr
31.03.2015

v

Durchschnittliche Laufzeit: 3,9 Jahre (GJ 2014/15: 3,8 Jahre)

Durchschnittliche Finanzierungskosten von 3,3 % (GJ 2014/15: 3,6 %)

Platzierung Schuldscheindarlehen in Hohe von 221,0 Mio. €

Abschluss Schuldscheindarlehen in Hohe von 100,0 Mio. € (Auszahlung April 2016)
Nicht ausgeniitzte Kreditlinien von 247,4 Mio. €




Finanzkennzahlen GJ 2015/16

In Tsd. € (sofern nicht anders angegeben) 01.04.2015 - 31.03.2016 01.04.2014 - 31.03.2015

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Betriebsergebnis (EBIT) 76.969 90.086

Gezahlte/erhaltene Zinsen (12.460) (12.193)

Gezahlte Ertragssteuern (10.308) (16.436)

Nicht zahlungswirksame GuV Positionen 91.727 83.499

Starke, operative Cashflow Generierung
Cashflow aus dem Ergebnis 145.928 144.956 aus dem laufenden Geschaft.

Veranderungen im
Nettoumlaufvermagen (9.003) (1.086)

Cashflow aus laufender

Geschaftstatigkeit 136.925 143.870 Inkludiert Veranlagung liquider Mittel
in Hohe von 89,5 Mio. €

Cashflow aus Investitionstitigkeit (342.242) (164.779) und kontinuierlich hohes CAPEX in das
Chonggqing Projekt sowie laufende Up-

Cashflow aus Finanzierungstatigkeit 111.073 11.943 grades von bestehenden

Produktionsanlagen.

Veranderung von Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteldquivalenten (94.244) (8.966)




Cashflow aus laufender Geschaftstatigkeit

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

v

= QOperative Cashflow-Generierung durch stabiles EBITDA getrieben.
= Leichter Riickgang im GJ 15/16 aufgrund eines hoheren Nettoumlaufvermaogens.

in Mio. €




Netto-Investitionen*®

254
165
113
90
: I
T . T T T 1

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

in Mio. €

= Steigerung der Netto-Investitionen im GJ 2015/16:
Investitionen in das Projekt Chongging (190,3 Mio. €)
und Technologieupgrades an bestehenden Standorten.

* Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermégenswerte




Mitarbeiter

-
Mitarbeiterstand®

Anstieg ist vorwiegend auf das Projekt
Chongqging zurtickzufihren.

7.417 7.321 7.638

||||| ||||| | |“‘|

8.759

l

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

[0 Kerngeschaft @ Mitarbeiter Chongging
*inkl. Leiharbeiter, Durchschnitt der Periode, FTE

\_

2015/16




Innovation als Schliissel fiir Technologiefiihrerschaft Ll

= 19,6 % des Gesamtumsatzes mit neuen, innovativen Produkten, die in den letzten drei
Jahren am Markt eingefiihrt wurden (Innovation Revenue Rate, IRR).

= Rickgang im GJ 2015/16 aufgrund Abreifung einer bestimmten Technologie-Generation.
= 162 Patentfamilien, resultierend in 212 Patenten.

= F&E Quote von 12,5 % im GJ 2015/16; bereinigt um die Entwicklungskosten fiir das Projekt
IC-Substrate: 4,5 %.

F&E Ausgaben IRR (Innovation Revenue Rate) Patente

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

in Mio. € in% Anzahl
* F&E Ausgaben fiir Entwicklung IC-Substrate




Aktienkennzahlen

Einheit 2015/16 2014/15

Aktienanzahl Stlck 38.850.000 38.850.000
Dividende je Aktie?) 0,36 0,36

Dividendenrendite?
(zum Schlusskurs 31.03.2016)

2,8 2,5
Ergebnis je Aktie

Buchwert je Aktie

Kurs-Gewinn-Verhaltnis
je Aktie

1) 2015/16: Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung

2 Berechnung: Dividende je Aktie x 100 / Aktienkurs Ultimo (2015/16 unter Beriicksichtigung des Dividenden-
vorschlags an die Hauptversammlung)




Aktie: Kursentwicklung im Vergleich zu den AT&S
wichtigsten Indizes

ATS AV Equity (F\USII'F Technologie & Systemtechnik AG) SX5E Index (EURO STOXX 50 Price EUR)

TDXP Index (Deutsche Borse TecDAX Total Return Selection Index)

100.739 Deutsche

89.331 Vienna St
86.635 Austria T

Normalisiert zum 04/01/2015 LA §9889 EURO STOX
Letzter Kurs
M ATS AV Equity 86.635
M ATX Index 89.331
M DAX Index 83.036
TDXP Index 100.739
SXSE Index 80.889

Quelle: Bloomberg

Durchschnittliches, tagliches Handelsvolumen: GJ 2015/16: 65.400 Stick; GJ 2014/15: 67.000 Stlick
Kursentwicklung GJ 2015/16:-11,8%




Aktie: Kursentwicklung im Vergleich zu den
wesentlichsten Mitbewerbern

ATS AV Equity (Austria Technologie & Systemtechnik AG)
9150 KS Equity (Samsung Electro-Mechanics Co Ltd)

Normalisiert zum 04/01/2015
Letzter Kurs 120

Il ATS AV Equity 88,6501

I TTMI US Equity "\ 73.4874 -

M 4062 JT Equity 66.4807

009150 KS/Equity 77,304 110

08T ity 76,7327 MP " 104.0404 Compeq Ma
3037 TT Equity 76.7327 | '

V\\f\!\m’ .

100
WW

88.6501 Austria T

- 20N
77304 Samsung E

{73.4874 TTM Techn

70

i 66.4807 Ibiden Co

>60

>S50

Quelle: Bloomberg




Kurs-Gewinn-Verhaltnis im Vergleich
den wesentlichen Wettbewerbern

ZU

/

\_

AT&S mit dem glinstigsten Kurs-Gewinn-Verhaltnis (Bilanzstichtag 31.03.2016)
im Vergleich zu den Wettbewerbern.

Median: 15,62

9,18

Ibiden Unimicron

\

Quelle: Bloomberg
* TTM wies zum 31.03.2016 ein negatives Ergebnis aus.




Finanzkalender 2016/17

Ex-Dividenden-Tag:
Nachweisstichtag Dividenden:
Dividenden-Zahltag:

Ergebnis 1. Quartal 2016/17:
Ergebnis 1. Halbjahr 2016/17:
Ergebnis 1.-3. Quartal 2016/17:

Jahresergebnis 2016/17:

26. Juli 2016

27.Juli 2016

28. Juli 2016

28. Juli 2016

03. November 2016

31. Januar 2017

09. Mai 2017




AT&S Aktionarsstruktur -

Aktionarsstruktur Regionale Aufteilung der
ausstehenden Aktien in % (Streubesitz)

. D 5 5 esteren
36,9 %
_ Institutionelle Investoren
Osterreich: 18,3 %
- Institutionelle Investoren
Nordamerika: 9,6 %
- Institutionelle Investoren
Kontinentaleuropa (exkl. Osterreich): 8,9 %
- Institutionelle Investoren
GroRbritannien & Irland: 6,2 %

Sonstige Investoren:
5,2%

. Nicht identifizierter Streubesitz:
» Streubesitz \_ 14,9 %

m Dorflinger Privatstiftung™®
m Androsch Privatstiftung* *inklusive direkte und indirekte Beteiligungen




AT&S Kapitalmarktkommunikation 2015/16

Investoren-Konferenzen und Roadshows in
Osterreich, Deutschland, UK, Schweiz, Tschechien, Polen, Hongkong, USA,
Frankreich, Belgien, Italien, Taiwan, Danemark, Finnland

- 9 Konferenzen

- 17 Roadshows

- 1 Kapitalmarkttag (Chongqing)

- 1 Institutioneller Investorenlunch (Wien)

» Insgesamt rund 250 Investoren bzw. Analystenkontakte
Zusatzlich: Investoren- und Analysten-Telefonkonferenzen und Einzelgesprache

Seit Beginn Geschaftsjahr 2016/17:

- 4 Roadshows

- 2 Konferenzen

- 1 Institutioneller Investorenlunch (Wien)




AT&S spart CO, und Wasser ...

Nachhaltigkeit — Kennzahlen und Handlungsfelder

CO,-FuBabdruck

51,0 Y 50,7 < : CO, FuBabdruck Ziel:

Reduktion der Emissionen je
kg/m? Leiterplatte um 5 %
jahrlich

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
in kg CO, je m? gewichteter Leiterplatte Frischwasserverbrauch

834,71

\ g A 783,9
Ziel Frischwassereinsparung: : A e 765,2
Reduktion des - E y 734,0
Frischwasserverbrauchs in It/m? N/ 718,6
Leiterplatte um 3 % jahrlich I l

1 Ab 2012/13 Berechnung nach EICC-Standard, davor B — 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
AT&S interne Berechnung

in Liter je m? gewichteter Leiterplatte




Ausblick AT&S GJ 2016/17

= Fokus auf Kapazitatsauslastung der ersten Produktionslinie von IC-Substraten und

Hochfahren von zwei weiteren Produktionslinien.

= AT&S erwartet eine Abschwachung der Wachstumsraten in gewissen Marktsegmenten,

vor allem im Segment ,,Mobile Devices & Substrates”.

= Starkere Saisonalitat in den Geschaftsquartalen Q1 und Q4 und weiterhin geringe Visibilitat.




Ausblick AT&S GJ 2016/17

= Voraussetzung: makrodkonomisch stabiles Umfeld, Wahrungsrelation USD-EUR auf dhnlichem
Niveau wie im Geschéftsjahr 2015/16, stabile Nachfrage im Kerngeschaft:

Umsatzwachstum von 10-12 % erwartet.

= EBITDA-Marge: beeinflusst von Belastungen fiir das weitere Hochfahren in Chongqing bei

18-20 %; EBITDA-Marge im Kerngeschaft: vergleichbares Niveau wie im Geschaftsjahr 2015/16.

= Hohere Abschreibungen von zusatzlich rund 40 Mio. € im Geschaftsjahr 2016/17 fir das Projekt

Chongqing werden das EBIT deutlich beeinflussen.




AT&S Geschaftsentwicklung im GJ 2015/16 und
Ausblick GJ 2016/17

Trends, Entwicklungen der Elektronikindustrie
und die Antworten von AT&S

Technologie- und Wachstumsprojekt Chongqin;

AT&S in Zukunft >




AT&S

Megatrends

ey
et




Die digitale Revolution anhand eines aktuellen AT&S
Beispiels




Volle Fahrt voraus

Intelligente Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren

Autofahren wird seit Jahren durch elektronische Systeme
sicherer

Einparkhilfen, Spurwechselsysteme und Kollisionsschutz

Unterstiitzt alle Menschen — hilft Menschen mit
eingeschrankten physischen Fahigkeiten

In 10-15 Jahren werden Autos selbst fahren — keine
Parkplatzsuche, kein Stau, keine Zeit mit Lenken verbringen,
nahezu keine Unfélle

i bereits heute bzw. entwickelt:

> ' Sensoren . .
' A Hochfrequenzleiterplatten fir Radarsysteme
] X a Substrate fir Computerchips zur raschen

Grafische T B Datenverarbeitung
Oberflichen -

*(Ei'g Neue elektronische Losungen werden bendtigt - AT&S liefert

Leiterplatten fir Elektronische Motorsteuerungen

Datenverarbeitung

Neue , Packaging-Losungen” fir Elektromobilitat




Sprechen Sie Swahili?

Haben Sie sich schon einmal gewlinscht, mit jedem sprechen o
.. ey
zu kénnen? fis

speak
h!
Fast alle Horgerate sind mittlerweile digitalisiert [
==

Sie sind soweit miniaturisiert, dass sie sogar als In-Ohr
Horgerate fast unsichtbar sind

Erste Firmen entwickeln auf dieser Basis
Ubersetzungsmaschinen zur Simultaniibersetzung!

Meet Pilot

The world's first smart earpiece
which translates between users
speaking different languages

s

Neue elektronische Losungen werden bendtigt — AT&S
entwickelt sie :

Miniaturisierte und flexible Module und
Leiterplattensysteme

Leiterplatten fur schnelle Datenliibermittlung zu Servern

Substrate fir Server, die die Datenflut verarbeiten kdnnen




Smarte Produktion: innovativ und nachhaltig

Neue Moglichkeiten in der Produktion
Derzeit: Erfassung vieler Produktionsdaten in der Industrie

In Zukunft: verarbeiten und kommunizieren Maschinen
diese Daten in Echtzeit

Vorteile: Prozesse kdnnen noch besser optimiert,
individualisiert und hochste Qualitatsanforderungen
erreicht werden

AT&S bietet flr die ,,Machine to Machine”- Kommunikation
Verbindungslosungen an und setzt sie in der Produktion bereits ein!

Sensorpackages
Substrate fir Computerchips zur raschen Datenverarbeitung
Leiterplatten fir schnelle Datenliibermittlung zu Servern

Substrate fir Server, die die Datenflut verarbeiten kénnen und , Befehle”
ausgeben konnen

Systeme, die unsere Produktion effizienter und nachhaltiger machen

Durch Unterstiitzung geeigneter Mess- und Datenverarbeitungssysteme konnte z.B. der jahrliche
Goldverbrauch um rund 62 kg bzw. 1,2 Mio. € verringert werden! Schiitzt die Umwelt und senkt Kosten.
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Entwicklung Verbindungstechnologie

Kontinuierliche Miniaturisierung der Leiterplatte - Vision: ,, All-in-one-Package”

Miniaturisierung

Modularisierung
IC Substrate
7/7 pmL/S

IC Substrate :]D [:|
10/10 pumL/S e
« H ”
ECP® / SAP Zukunft: “all-in-one-package
25/25 um L/S

SLP Roadmap fir
30/30 um LS Miniaturisierung
Interposer elektronischer
s A UEERl  \erbindungen

Anylayer
40/40 um L/S

Microvia/HDI
60/60 um L/S

Mulit Funktionale Module:
ulitlayer . .
100/100 pm L/S System-in-board (SiB)

System-in-package (SiP)
PTH
250/250 pum L/S

Diversifikation:

Rigid Kavititen Rigid- Thermo- HF- Passive & Sensoren Power  Energy  Gehause Funktionsintegration
Flex Manage- Anwen- aktive MEMS Supply Harvester

ment dungen Komponenten

in Produktion
in Entwicklung




Entwicklung Verbindungstechnologie

Kontinuierliche Miniaturisierung der Leiterplatte - Vision: ,, All-in-one-Package”

Miniaturisierung Miniaturisierung
IC Substrate : ' Zertifizierung des Substratwerkes in
7/7 um L/ : ' Chongqing
IC Substrate Entwicklung der substratahnlichen

10/10 pm /s Leiterplatte

ZS/EZC:;/“SSZ Arbeiten an der nachsten

Substratgeneration fur Server und
SLP Prozessoren
30/30 um L/S

Interposer
40/40 um L/S

Anylayer
40/40 um L/S

Microvia/HDI
60/60 um L/S

Mulitlayer
100/100 um L/S

PTH

250/250 um L/S Diversifikation:

Rigid Kavititen Rigid- Thermo- HF- Passive & Sensoren Power  Energy  Gehiuse Funktionsintegration
Flex Manage- Anwen- aktive MEMS Supply Harvester

ment dungen Komponenten

in Produktion
in Entwicklung




Entwicklung Verbindungstechnologie

Kontinuierliche Miniaturisierung der Leiterplatte - Vision: ,, All-in-one-Package”

Miniaturisierung Zusatzliche Funktionalitaten

IC Substrate | ; Entwicklung neuer
I Hochfrequenzleiterplatten
IC Substrate e Neue Lésungen zum
10/10 pm /s Wairmemanagement in

ECP® / SAP Leistungselektronik
25/25 um L/S

7/7 umL/S - R

SLP
30/30 pm L/S

Interposer
40/40 um L/S

Anylayer
40/40 um L/S

Microvia/HDI
60/60 um L/S

Mulitlayer
100/100 um L/S

PTH Diversifikation:

250/250 um L/S -
Rigid Kavititen Rigid- Thermo- HF- Passive & Sensoren Power  Energy  Gehiuse Funktionsintegration
Flex Manage- Anwen- aktive MEMS Supply Harvester
ment dungen Komponenten

in Produktion
in Entwicklung




Entwicklung Verbindungstechnologie

Kontinuierliche Miniaturisierung der Leiterplatte - Vision: ,, All-in-one-Package”

Miniaturisierung Modularisierung

IC Substrate Neue , Packaging“-Losungen fir
7/7 um/s viele Anwendungen
IC Substrate Neues Verpackungskonzept fur
10/10 pml/s groRere Komponenten (Centre Core
ZS;ZC:ir{n SO: Embedding)
Neue Losungen fir

SLP Leistungselektronik (Empower)
30/30 um L/S ¥ ‘r -
Interposer :
40/40 um L/S

Anylayer
40/40 um L/S

Microvia/HDI
60/60 um L/S

Mulitlayer
100/100 um L/S

PTH

250/250 um L/S Diversifikation:

Rigid Kavititen Rigid- Thermo- HF- Passive & Sensoren Power  Energy  Gehiuse Funktionsintegration
Flex Manage- Anwen- aktive MEMS Supply Harvester

ment dungen Komponenten

in Produktion
in Entwicklung




AT&S Geschaftsentwicklung im GJ 2015/16 und
Ausblick GJ 2016/17

Trends, Entwicklungen der Elektronikindustrie
und die Antworten von AT&S

Technologie- und Wachstumsprojekt Chongqing

AT&S in Zukunft




Werk Chongqing




Werk Chonggqing




Werk Chonggqing: Eroffnung

AT&S Cho
IC Substrates Plant \




Technologie- und Wachstumsprojekt Chonggqing:
Aktueller Status

= Bisheriges Investment: 291,6 Mio. € in Sachanlagen.
= |C Substrate: Serienproduktion 1. Produktionslinie wurde im Februar 2016 gestartet.
= Substrat-ahnliche Leiterplatten: 1. Produktionslinie wird hochgefahren.

IC-Substrate Projekt
Investment* Phase 1: ~ 280 Mio. €
Investment* per 31.03.2016: 208,7 Mio. €

Substrat-dhnliche Leiterplatten Projekt
Investment* Phase 1: ~200 Mio. €
Investment* per 31.03.2016: 82,9 Mio. €

* Investitionen in Sachanlagen




Technologie- und Wachstumsprojekt Chongqing:
IC-Substrate

IC-Substrate

= Was sind IC-Substrate?

Die Verbindungsplattform zwischen Gehduse, Chip und

Halbleiter (Chips) und Leiterplatten. . Aufbau Su‘bstrat auf der
Leiterplatte

= Unterschied zu Leiterplatten

Wesentlich feinere Strukturen; andere

Basismaterialien und Herstellungs-

prozesse.

Gehéause

= Anwendungsgebiete

High-End Mikroprozessoren fliir Computer,
Kommunikation, Automotive und Industrie- -
Anwendungen. ;

Leiterplatte

Substrat




Technologie- und Wachstumsprojekt Chongqing:
Substrat-ahnliche Leiterplatten

Geringere Abstande und mehr
Leiterbahnziige

Substrat-ahnliche Leiterplatten '|

= Was sind substratahnliche
Leiterplatten? = Aufbau und Unterschied

Die nichste Generation von High-End HDI zu HDI-Leiterplatten
Leiterplatten mit einer groReren Dichte:

Leiterbahn/Abstand: < 30 Mikrometer vs.

40 Mikrometer bei HDI Leiterplatten.

= Anwendungsgebiete

Voraussetzung flir hochentwickelte
»Packages” (Halbleiter und Komponenten
bilden ein System) bei mobilen
Anwendungen und Wearables.

Andere Basismaterialien und
Herstellungsprozesse

Mehr lasergebohrte Verbindungen zwischen
den Lagen




Herausforderung: Hochfahren von drei Produktions-
linien innerhalb von 12 Monaten

GJ 2015/16

Q4 2015/16
(Januar — Méarz 2016)

Q1 2016/17
(April = Juni 2016)

GJ 2016/17

Q2 2016/17
(Juli — September 2016)

Q3 2016/17 Q4 2016/17
(Oktober — Dezember 2016) (Januar — Méarz 2017)

Ramp: Prodt

iktionslinie 1 - IC-SUBSTRATE

® L4

>

<4 D

Ramp: Produktionslini

0_
Ramp:
Produktionslinie 2 - IC-SUBSTRATE

e 1 - SUBSTRAT-AHNLICHE LEITERPLATTEN




AT&S Geschaftsentwicklung im GJ 2015/16 und
Ausblick GJ 2016/17

Trends, Entwicklungen der Elektronikindustrie
und die Antworten von AT&S

Technologie- und Wachstumsprojekt Chongqing>

AT&S in Zukunft



Leiterplattenmarkt — Wachstumsprognose AT&S

CAGR 2015-2018: 2,37 %

B Computer B Kommunikation M Consumer M Automotive M Industrie/Medizin ® Luftfahrt/Militér = IC-Packaging

in Mrd. S, Quelle: Prismark 2016




Markttreiber, -Einflisse und -Anforderungen

& >
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Wachstumstreiber: Wachstumstreiber:

Vernetzung Datenvolumen und
7 -Ubertragungsraten

Netzwerke/

Medizin- Infrastruktur

technik

Mobile Endgerate Datenzentren/Server

Industrie

Miniaturisierung und Funktionsintegration
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Uberproportionales Wachstum in spezifischen
Anwendungen im Umfeld der Digitalisierung

s — g

Server/Datenzentren Basisstationen Lokale Netzwerke Hubs/Gateways Vernetzte Gerate

Kommunikation,
Consumer, Automotive,
Industrie, Medizin

Markt- Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation,
Computer
segmente Infrastruktur Infrastruktur Computer

Wearables, Haushalts-
gerate, Fahrzeuge,
Roboter, Drohnen,

Maschine-2-Maschine

Kommunikation

High Performance
Computer High Speed Smartphones
! 4G Small Cell — ’

Solid State Drives, Ethernet mat e 2in 1 PCs
Microserver

Wachstum CAGR: 20 % CAGR: 17 % CAGR: 60 % | CAGR: 8 % CAGR: 36 %

und Markt- Markt: USD 2,2 Mrd. | | Markt: USD 0,1 Mrd. Markt: USD 0,1 Mrd. Markt: USD 2,9 Mrd. Markt: USD 2,5 Mrd.
volumen*

Erfordern hochwertige Verbindungslosungen

*Quelle: Prismark 2016; Wachstum Leiterplatten, IC-Substrate und Embedding bis 2018. Marktvolumen im Jahr 2018




Durch die Anwendung der AT&S Toolbox kdnnen Miniaturisierungs- AT&S
trends in allen Verbindungsebenen umgesetzt werden

Neue High-End Technologien: === Eingebettete Komponenten

e-IC-Substrate
10u Line/Space

SiP & e-Interposer
15u & 30p Line/Space

Advanced Package (SiP)
15u Line/Space

Kavitat \ e-Anylayer & mSAP/ SLP (SiB)
25u Line/Space

sasis Technologien: |

IMS / Plated Trough Hole/ Multilayer /HDI / Anylayer / WBB / FPC

SiP=System in Package; SiB=System in Board; SLP=Substrat-dhnliche Leiterplatten; mSAP=modified semi-additive Process; IMS=Insulated Metallic
Substrate; WBB=Wire-Bond-Board; FPC=Flexible Printed Circuit




AT&S Toolbox neu — Anwendungsbeispiel

IC-Substrat

Leiterplatte

Advanced Package




Ziele und Strategie

Vision:
“First Choice
for advanced
applications”

Ziele/Steuerungsgroflen

Ausbau der Technologie-

flihrerschaft

* Fiihrender Anbieter im High-End
Kerngeschaft

* Mittelfristig: Flihrender Anbieter in
neuen High-End Technologien

* Innovation Revenue Rate: > 20 %

Langfristig profitables Wachs-

tum/einer der profitabelsten

Player der Industrie sein

* Mittelfristiges EBITDA-Margen Ziel von
18-20 %

* Mittelfristiges Umsatzziel

Schaffung von Shareholder Value
* Mittelfristiger ROCE von 12 %

~N

J

-

Strategie

~

Kontinuierliche Innovation und Fokus auf High-End-
Technologien und Anwendungen

Fokus auf innovative Lésungen

Fokus auf Anwendungen und Technologien mit Gberdurch
schnittlichem Wachstum und langfristiger Profitabilitat

Fokus auf hochstes Service-Level und Kundenorientierung
Fokus auf Operational Excellence

Fokus auf Cash Flow Generierung

Nachhaltige Unternehmensentwicklung mit Fokus auf
ROCE

Stabile Dividendenpolitik

Die besten Mitarbeiter und
Fiihrungskrafte

* Talent Programme

* Aus- und Weiterbildung

* Leadership Excellence Programm

Nachhaltige
Unternehmensfiihrung
Benchmark in der Industrie durch

Reduktion des Verbrauchs:
* 5 % CO, Ausstol p.a.

Capital Excellence

* Eigenkapitalquote: > 40 %

* Finanzierungskosten von < 2 % (in
einem entsprechenden Zinsumfeld)

* Entschuldungsdauer von < 3 Jahren

* 3 % Frischwasserverbrauch p.a.




AT&S in Zukunft

Mehr als

AT
Breitere Positionierung in der Wertschdpfungskette

I

Neue Technologie-
Toolbox  *—— EENIEYINEC LG — ° "eue Kunden

l

Zusatzliche Anwendungen

Neue Unternehmensdimension*

Umsatzentwicklung* ROCE*™ 130

9,6
7,7

* Schatzungen unter der Voraussetzung stabiler Wechselkurse, stabiler makrookonomischer Rahmenbedingungen und stabiler Nachfrage im Kerngeschaft.
** inkludiert eine zweite Investitionsphase in Chongging .




Mission
= Wir setzen die hochsten Qualitatsstandards in unserer Branche
= Wir industrialisieren zukunftsweisende Technologien
= Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt
= Wir reduzieren unseren okologischen FulBabdruck
= Wir schaffen Werte
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Fabriksgasse 13 | A-8700 Leoben
Tel +43 (0) 3842 200-0 | E-mail info@ats.net

www.ats.net




Tagesordnungspunkt 2

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. Marz 2016 in Hohe
von € 40.075.119,15 (davon ausschuttungsfahig: € 38.493.735,07) wie folgt zu verwenden:

Auf die zum Auszahlungstag ausstehenden und gewinnberechtigten Stlickaktien soll eine
Dividende in Hohe von € 0,36 pro Aktie ausgeschittet und der Restbetrag in Hohe von
€ 26.089.119,15 auf neue Rechnung vorgetragen werden.
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Tagesordnungspunkt 3

Es liegt der Antrag des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft vor, tUber die Entlastung
des Vorstands in einem Vorgang, also en bloc, abzustimmen und den Mitgliedern des Vorstands

wahrend des Geschaftsjahres 2015/16,
Herrn DI (FH) Andreas Gerstenmayer,
Herrn Dr. Karl Asamer und

Herrn Ing. Heinz Moitzi

fir die Tatigkeit im Geschaftsjahr 2015/16 die Entlastung zu erteilen.
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Tagesordnungspunkt 4

Zu Punkt 4 der Tagesordnung liegt der Antrag des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft vor, lGber die
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats in einem Vorgang, also en bloc, abzustimmen und den Mitgliedern des
Aufsichtsrats wahrend des Geschéftsjahres 2015/16,

Herrn Dr. Hannes Androsch,

Herrn Ing. Willibald Dorflinger,

Herrn Dkfm. Karl Fink,

Herrn DI Albert Hochleitner,

Herrn Mag. Gerhard Pichler,

Frau DDr. Regina Prehofer,

Herrn Dr. Georg Riedl,

Frau Dr. Karin Schaupp,

Frau Sabine Fussi,

Herrn Franz Katzbeck,

Herrn Wolfgang Fleck,

Herrn Siegfried Trauch und

Herrn Ginther Wolfler

fur die Tatigkeit im Geschéftsjahr 2015/16 die Entlastung zu erteilen.




N
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Tagesordnungspunkt 5

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft schlagen vor, die
Vergitung der gewahlten Mitglieder des Aufsichtsrats fur das Geschéaftsjahr 2015/16 wie folgt festzusetzen:

Die Vergutung fir die gewahlten Mitglieder des Aufsichtsrats fur das Geschaftsjahr 2015/16 wird auf eine H6he von
insgesamt € 437.200 festgesetzt.

Im Einzelnen werden folgende Verglitungen in € festgesetzt:

Mitglied Fixum Ausschussvergiitung variable Vergiitung Sitzungsgeld Summe
Dr. Hannes Androsch 56.240 5.000 23.760 2.000 87.000
Ing. Willibald Dorflinger 44.160 3.000 15.840 2.000 65.000
DDr. Regina Prehofer 44.160 5.000 15.840 2.000 67.000
Dkfm. Karl Fink 28.120 11.880 1.200 41.200
DI Albert Hochleitner 28.120 11.880 2.000 42.000
Mag. Gerhard Pichler 28.120 11.880 2.000 45.000
Dr. Georg Riedl| 28.120 11.880 2.000 48.000
Dr. Karin Schaupp 28.120 11.880 2.000 42.000

Die variable Vergitung hangt von der kurzfristigen Erreichung von drei im Rahmen des Budgets festgelegten
KenngroRen fir das Geschéftsjahr, namlich Return on Capital Employed (ROCE), Cash Earnings (mit einer Gewichtung
von je 45%) sowie Innovation Revenue Rate (IRR) (mit einer Gewichtung von 10%), ab. Zu weiteren Details wird auf den
Konzernlagebericht der Gesellschaft verwiesen.
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Tagesordnungspunkt 6

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Bericht des Vorstands tUber den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemaR § 65 Abs 3 AktG.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.
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Tagesordnungspunkt 7

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft schlagen vor, die Satzung wie folgt zu andern, dies betreffend die Bestelldauer
von Aufsichtsratsmitgliedern sowie die Ersatzwahl von ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern:

1. § 11 Abs 1 wird geandert, so dass er lautet wie folgt:

"Wenn von der Hauptversammlung nichts anderes bestimmt wird, erfolgt die Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder fiir die ldngste, gemdfS § 87 Abs 7 Aktiengesetz zuldissige Zeit, das ist bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die liber die Entlastung fiir das vierte Geschdftsjahr nach
der Wahl beschliefst, wobei das Geschdftsjahr, in dem die Wahl erfolgte, nicht mitgerechnet wird."

2. § 11 Abs 2 wird geandert, so dass er lautet wie folgt:

"Scheiden gewdhlte Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Funktionsperiode aus dem
Aufsichtsrat aus, kann die Hauptversammlung Ersatzaufsichtsratsmitglieder wdhlen. Die
Funktionsperiode der Ersatzaufsichtsratsmitglieder dauert bis zum Ablauf der Funktionsperiode
der ausscheidenden gewdihlten Aufsichtsratsmitglieder."
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Tagesordnungspunkt 8

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 7. Juli 2016 endet die Funktionsperiode der
Aufsichtsratsmitglieder Dr. Georg Riedl, Mag. DDr. Regina Prehofer sowie Mag. Pharm. Dr. Karin
Schaupp gemall § 87 Abs 7 AktG.

Der Aufsichtsrat setzt sich gema § 10 der Satzung aus mindestens drei und hoéchstens neun von der
Hauptversammlung gewahlten Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat besteht gegenwartig aus acht
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewahlt wurden. In der kommenden Hauptversammlung
sind nunmehr drei Mitglieder zu wahlen, um die aktuelle Zahl von acht wieder zu erreichen.

Abhangig vom Beschlussergebnis zu Punkt Sieben der Tagesordnung schlagt der Aufsichtsrat der
Gesellschaft folgendes vor:

Alternativvorschlag 1: Sollte die zu Punkt Sieben der Tagesordnung vorgeschlagene Satzungsanderung
von der Hauptversammlung angenommen werden, schlagt der Aufsichtsrat der Gesellschaft vor, Herrn
Dr. Georg Riedl, Frau Mag. DDr. Regina Prehofer sowie Frau Mag. Pharm. Dr. Karin Schaupp bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die Giber die Entlastung flr das Geschaftsjahr 2018/19 beschliellt,
in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wahlen.

Alternativvorschlag 2: Sollte die zu Punkt Sieben der Tagesordnung vorgeschlagene Satzungsanderung
von der Hauptversammlung nicht angenommen werden, schlagt der Aufsichtsrat der Gesellschaft vor,
Herrn Dr. Georg Riedl, Frau Mag. DDr. Regina Prehofer sowie Frau Mag. Pharm. Dr. Karin Schaupp fir die
langste gemaR § 87 Abs 7 AktG zulassige Zeit — das ist bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
Uber die Entlastung fiir das vierte Geschaftsjahr nach der Wahl beschliel8t, wobei das Geschaftsjahr in
dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird, also bis zum Ende der Hauptversammlung, die tber das
Geschaftsjahr 2020/2021 beschlieBt — in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wéahlen.
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Tagesordnungspunkt 9

Der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft schlagt vor,
die PwWC Wirtschaftsprifung GmbH, Wien, zum Abschlussprifer und Konzernabschlussprifer fir
das Geschéftsjahr 2016/17 zu bestellen.
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Disclaimer

Diese Prasentation wird zur Verfiigung gestellt von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, mit Unternehmenssitz in Fabriksgasse 13, 8700
Leoben, Osterreich (“AT&S”). Die Inhalte sind Eigentum von AT&S bzw. werden mit entsprechenden Genehmigungen verwendet und dienen ausschlieBlich zu
Informationszwecken.

AT&S gibt keine Zusicherung und leistet nicht Gewahr und gibt keine Garantien ab fur die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der enthaltenen Aussagen. Auf die
Richtigkeit oder Vollstandigkeit darf nicht vertraut werden. Die Informationen, die in dieser Prasentation enthalten sind, wurden nicht unabhangig geprift. Empféanger
dieser Prasentation sollten diese daher nur mit der entsprechend gebotenen Vorsicht zur Kenntnis nehmen.

Diese Prasentation enthalt zukunftsbezogene Aussagen, die auf Basis von zum Erstellungszeitpunkt zur Verfligung stehenden Informationen und Einschatzungen und
Annahmen der Unternehmensverantwortlichen getroffen wurden. Solche Aussagen unterliegen ihrer Natur nach bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten. Die tatsachlichen Entwicklungen kénnen von den dargestellten Erwartungen daher wesentlich abweichen. Weder AT&S noch mit AT&S verbundene
Unternehmen, deren Aufsichtsrate, Vorstande, Geschaftsfiihrer, Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter (ibernehmen eine Haftung oder Verantwortung (auch
nicht fir Fahrlassigkeit oder aus sonstigem Grund) fir Schaden jedweder Art wegen der Verwendung dieser Prasentation oder sonst in Zusammenhang mit dieser
Prasentation. AT&S Ubernimmt keine Verpflichtung, die Aussagen, etwa in Hinblick auf gednderte Annahmen und Erwartungen oder zukiinftige Entwicklungen und
Ereignisse sowie tatsachliche Ergebnisse, zu aktualisieren.

Diese Prasentation stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten von AT&S dar, und weder diese
Prasentation noch einzelne Inhalte davon bilden die Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung oder irgendeiner sonstigen Verpflichtung. Diese Prasentation ist
weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung, noch stellt sie einen Prospekt oder einen Teil davon dar. Diese Prasentation richtet sich nicht an, und
ist nicht fur die Verteilung an oder Verwendung durch natirlich oder juristische Personen gedacht, die Staatsangehorige oder Bewohner oder (Wohn-)Sitzhabende
eines Staates, Landes, einer Region oder einer Jurisdiktion sind, wo eine solcher Verteilung, Verdffentlichung, Verfuigbarkeit oder Verwendung gegen ein Gesetz oder
eine Verordnung oder sonstige Rechtsnorm versto3en wirde oder die Registrierung oder sonstige Genehmigung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern wiirde.
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